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Kochgerat mit einer nicht planaren, mehrdimensiona! geformten Kochflache aus Glas- oder Glaskeramik 

Auf der Innenseite derartiger Kochflachen werden di- 
rekt oder indirekt die Speisen zubereitet. Auf der Auften- 
seite der Kochflachen ist eine Heizeinrichtung zum Erwar- 
men der Speisen angeordnet, die typischerweise durch 
einen flachen Strahlungsheizkorper gebitdet ist. Um den 
Warmeeintrag uber die geformte Kochflache zu optimie- 
ren, ist gemaS der Erfindung vorgesehen, dad die Heiz- 
einrichtung aus einer elektrischen Widerstandsheizung 
besteht, die im direkten Kontakt mit der Kochflache aus 
Glas- oder Glaskeramik auf deren AuRenseite aufge- 
bracht ist. 

Diese Widerstandsheizung kann aus einer Flachenheir 
zung (4) oder aus gewundenen Leiterbahnen bestehen. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfiridung bezieht sich auf ein Kochgerat mit 
einer nicht planaren, mehrdimensional geformten Kochfla- 
che aus Glas- oder Glaskeramik, auf deren Innenseite Spei- 5 
sen zubereitet werden, und der auf ihrer AuBenseite eine 
Heizeinrichtung zum Erwarmen der Speisen zugeordnet ist. 
[0002] Kochgerate mit einer Kochflache aus sprddbriichi- 
gem Material bestehen typischerweise aus einer ebenen 
Kochplatte aus Glas, oder Keramik oder Glaskeramik, auf 10 
dessen Oberseite die KochgefaBe aufgestellt werden, und 
die Kochzonen aufweist, die von unten mit ebenen Heizkor- 
pem beheizt werden. 

[0003] Als Kochplatten-Materialien werden in bekannter 
Weise (EP 0 853 444 A2, DE 198 35 378 Al) oxidische und 15 
nicht oxidische Keramiken, wie z. B. Si3N 4 oder SIC, vor al- 
lem aber in notorisch bekannter Weise Glas oder Glaskera- 
mikeh mit niedriger Warmedehnung verwendet, vorzugs- 
weise Glaskeramik- KochplaUen, die unter der Marke CE- 
RAN® bekannt sind. Diese Glas- oder Glaskeramik-Koch- 20 
platten werden von unten mit ebenen Strahlungsheizkorpern 
beheizt. Die Strahlungsheizkorper werden typischerweise 
elektrisch beheizt; sie konnen auch als Gasstrahlungsbren- 
ner ausgebildet sein. 

[0004] Ihzwischen sind Verfahren bekannt geworden, die 25 
es ermoglichen, Glaskeramikplatten dreidimensional zu ver- 
formen. Mittels dieser Verfahren lassen sich daher auch 
Kochplatten aus Glaskeramik . zu einer dreidimensionalen, 
muldenartigen Kochflache, die in ihrer Gesamtheit als 
Kochzone wirkt, d. h. in denen die Speisen flachig zuberei- 30 
tet werden, umformen. Rinnenformige Systeme, wie sie un- 
ter der Marke Cook-In®, und halbkugelformige Systeme, 
wie sie unter der Marke CERAN® Wok sowie aus der 
DE 199 06 520 Al bekannt geworden sind, gehoren daher 
zum Stand der Technik. Dabei konnen die Speisen direkt auf 35 
der Innenseite der Kochmulde zubereitet werden. Bei Wok- 
systemen ist jedoch, wie in der vorgenannten DE beschrie- 
ben, derzeit iiblich, ein metallisches Wok-Geschirr zur di- 
rekten Sepeisezubereitung zu verwenden, das in einer halb- 
kugelfbrmigen Vertiefung der Glaskeramikflache ruht. 40 
[0005] Diese Kochsysteme werden ebenfalls mittels ebe- 
nen Strahlungsheizkorpern beheizt, die sich in einem be- 
stimmten Abstand unterhalb der zu beheizenden Kochflache 
befinden. Der Warmeubertrag erfolgt dabei iiber Strahlung 
und Warmeleitung. 45 
[0006] Ebene Strahlungsheizkorper unterhalb yon mul- 
denformigen Kochsystemen arbeiten jedoch wesentlich we- 
niger effizient als bei planen Kochplatten, da der Abstand 
zum Gargut im Mittel groBer ist. Urn die gleiche Ankochlei- 
stung zu erzielen, miissen daher die Heizungen mit hoherer 50 
Lei stung und bei hoheren Temperaturen betrieben werden, 
wodurch die Effizienz sinkt. Dies gilt im besonderen MaBe 
fur die halbkugelfbrrnigen Wok-Kochsysteme, bei denen 
zum Durchfuhren eines sinnvollen Betriebes eine sehr 
schnelle Ankochzeit einen sehr hohen Stellenwert hat. In ei- 55 
nem Wok werden beispielsweise kurz gebratene Speisen zu- 
bereitet, was mit langen Ankochzeiten nicht moglich ist. Die 
Funktionalitat eines solchen Wok-Kochsystems wind mit ei- 
ner langsamen Beheizung daher insgesamt in Frage gestellt 
Um die Beheizung dreidimensional geformter Kochsysteme 60 
insoweit zu verbessem, muBte fiir jeden Muldenkorper eine 
geometrisch an die Muldenform angepaBte Heizung kqn- 
struiert werden, was die Kosten bei oftmals geringeren 
Stiickzahlen erheblich erhdhen und damit das Kochgerat un- 
wirtschaftlich machen wiirde. 65 
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das ein- 
gangs bezeichnete Kochgerat mit einer nicht planaren, 
mehrdimensional geformten Kochflache aus Glas- oder 



Glaskeramik, auf deren Innenseite Speisen zubereitet wer- 
den, und der auf der AuBenseite eine Heizeinrichtung zum 
Erwarmen der Speisen zugeordnet ist, hinsichtlich der Heiz- 
einrichtung so auszubilden, daB es effizienter betreibbar ist. 
Die Heizeinrichtung soil dabei kostengiinstig hergestellt und 
einfach installiert werden konnen. Weiterhin soli sie dem 
spezifischen Einsatzzweck des Kochgerates entsprechend, 
bezuglich Warmeverteilung und Regelbarkeit einfach ange- 
paBt werden konnen. 

[0008] Die Losung dieser Aufgabe gelingt gemaB der Er- 
findung dadurch, daB die Heizeinrichtung aus einer elektri- 
schen Widerstandsheizung besteht, die im direkten Kontakt 
mit der Kochflache aus Glas- oder Glaskeramik auf deren 
AuBenseite aufgebracht ist. 

[0009] Die erfindungsgemaBe Heizeinrichtung besteht so- 
mit nicht mehr aus den kohventionellen Stahlungsheizkor- 
pern. Die Beheizung erfolgt vielmehr in direktem Kontakt 
zur Kochmulde aus Glaskeramik oder Glas. 
[0010] Durch den festen Verbund von Kochflache und Be- 
heizung erhoht sich die Effizienz; das Regelverhalten wird 
wesentlich flinker und die Ankochzeit wird verkurzt Da- 
durch wird die Funktionalitat des gesamten Kochsystems 
yerbessert 

[0011] Bei der direkten Beheizung wirken sich auch die 
geringen Material- und ProzeBkosten der Heizkomponente 
giinstig auf die Rentabilitat des Produkts aus. Ein sehr 
gleichmaBiger Warmeeintrag iiber die gesamte Heizzone ist 
weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungsgemaBen Behei- 
zung. 

[0012] Da die Widerstandsheizung eine beliebig groBe, in 
ihrer Geometrie ein beliebig geformtes Gebiet der Kochfla- 
che bedeckende Struktur haben kann, ist ein unterschiedli- 
cher Warmeeintrag uber die Kochflache moglich. 
[0013] Die elektrische Widerstandsheizung kann auf ver- 
schiedene Art und Wicse realisiert werden. 
[0014] Das Kochgerat laBt sich gemaB einer Weiterbil- 
dung der Erfindung in besonders einfacher Weise ausgestal- 
ten, wenn die "Widerstandsheizung durch mindestens eine 
leitfahige Schicht aus einem Widerstandsmaterial mit positi- 
vem Temperaturkoeffizienten gebildet ist, die einschlieBlich 
der zugehorigen AnschluBelektroden auf der AuBenseite der 
. Kochflache aufgebracht ist 

[0015] Die leitfahige Schicht, d. h. der HeiBleiter, kann 
dabei auf unterschiedliche Art und Weise strukturiert wer- 
den. 

[0016] GemaB einer ersten Ausgestaltung der Erfindung 
ist vorgesehen, daB die Schicht, als Flachenheizung ausge- 
bildet, flachig die AuBenseite der Kochflache bedeckt und 
aus einer diinnen Schicht aus Zinnoxid besteht, mit An- 
schluBelektroden aus metallise hen Dickschichten. 
[0017] Derartige Dunnschicht-Heizelemente aus Zinnoi- 
xid (Sn02), aufgetragen auf Glassubstrate, sind an sich be- 
kannt (WO 00/18189). Sie konnen auf einfache Weise durch 
Sputtern, Tauchen oder durch CVD- Verfahren (Chemical 
Vapor Deposition) aufgebracht werden. Die die Elektroden 
bildenden metallischen Dickschichten werden vorzugsweise 
aufgedruckt. Die Elektroden werden dabei vorzugsweise so 
angeordnet, daB sich eine gleichmaBig Feldverteilung und 
damit eine gleichmaBige Erwarmung einstellt, wenn dies 
das betreffende Kochgerat typischerweise verlangt. 
[0018] Eine Beheizungsmoglichkeit, mit der die Warme- 
verteilung gezielt eingestellt werden kann, laBt sich durch 
eine Ausgestaltung des Kochgerates erzielen, bei der die 
Schicht durch Leiterbahnen gebildet ist, die in vorgegebener 
geometrischer Struktur einschlieBlich der zugehorigen An- 
schluBelektroden auf der AuBenseite der Kochflache aufge- 
bracht sind, wobei an den Enden der Leiterbahnen sich Kon- 
taktierungsflachen befinden. 
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[0019] Durch die Leiterbahnstruktur ist der Warmeeintrag 
lokal sehr genau begrenzbar, was bei besummten Formen 
von Kochmulden von groBem Vorteil sein kann. 
[0020] Bei dieser Ausgestaltung mit Leiterbahnen sind 
diese vorzugsweise als Dickschichtleiterbahnen aus leitfahi- 
gen Pasten mit hohen metallischen Anteilen, beispielsweise 
aus silberhaltigen Legierungen, ausgebildet Das Beschich- 
ten von ebenen Kochflachen auf deren Unterseite mit vorge- 
nannten HeiBleitera ist eberifalls an sich bekannt 
(EP 0 069 298 Al, EP 0 861 014 Al). 
[0021] Vorzugsweise werden dabei die Leiterbahnen im 
Wege des Siebdruckes aufgebracht Die Leiterbahnen kon- 
nen auch durch Verfahren wie Drahtspritzen direkt als me- 
tallischer Leiter abgeschieden werden. 
[0022] Zur Erzielung der geometrischen Strukturen ist 
eine entsprechende Maskierung der Unterseite der Kochfla- 
che zur Ausarbeitung des Leiterlayouts erforderlich. Das 
Layout kann dabei nahezu beliebig auf ausgewahlte Berei- 
che der Kochzone geiegt werden. 

[0023] Besondere Vorteile, insbesondere bei rinnenformi- 
gen Kochmulden, werden dabei erzielt, wehn die Leiterbah- 
nen in maanderformigen Strukturen aufgebracht sind. 
[0024] Zur gezielteren Feineinstellung der Warmevertei- 
lung in der Leiterbahnenstruktur ist diese so ausgebildet, 
daB die. Leiterbahnen in vorgegebenen Abschnitten unter- 
schiedliche Breiten und/oder Dicken aufweisen. Dadurch ist 
es beispielsweise bei rinnenfonnigen Kochflachen mit ma- 
anderfbrmiger Leiterbahnstruktur moglich, jeweils an der 
tiefsten Steile einen schmalen Leiterbahnabschnitt auszubil- 
den, um dort fur den groBen Warmeeintrag zu sorgen. 
[0025] Besondere Vorteile werden gemaB einer Weiterbil- 
dung der Erfindung erzielt, wenn die ieitfahige Schicht in 
getrennt voneinander betreibbare Heizkreise segmentiert ist 
[0026] Gekoppelt mit einer Variation der einzelnen Seg- 
ment-Heizleistungen lassen sich so unterschiedliche Berei- 
che der Kochzone lokal mit unterschiedlichem Warmeein- 
trag versehen und getrennt voneinander regeln. 
[0027] Der elektrische Widerstand von Glaskeramik be- 
sitzt NTC-Charakteristik, <L h. bei ansteigehden Temperatu- 
ren nimmt die elektrische Leitfahigkeit merklich zu. Um ei- 
nen Stromfl uB zwischen einem metallischem Topf bzw. der 
Glaskeramik-Oberflache und Heizleiter zu unterbinden, ist 
eine elektrische Isolierung zum Betrieb eines solchen Koch- 
systems Voraussetzung. Dazu wird gemaB einer Ausgestal- 
tung der Erfindung eine Isolationsschicht zwischen der Un- 
terseite der Kochflache und der Widerstandsheizung aufge- 
bracht Diese Isolationsschicht kann aus einem keramischen 
Material wie S1O2 entsprechend der WO 00/19774 oder 
AI2O3, bzw. Zr0 2 entsprechend der FR 27 44 116 bestehen. 
Weiterhin konnen Emailschichten entsprechend der 
EP 0 222 162 Bl, DE 19845 102 Al, und EP 0 381 792 
verwendet werden. 

[0028] Mogiiche Verfahren zum Auftrag der Isolations- 
schichten sind Sol-Gel-Verfahren, Abscheidung aus der 
Oasphase (C VD> PVD Methoden), Sputtem, und thermische 
Spritzverfahren wie Flamm- oder Plasmaspritzen^ 
[0029] Anhand von in den Zeichnungen dargestellten 
Ausfuhrungsbeispielen wird die Erfindung naher beschrie- 
ben. 

[0030] Es zeigen: 

[0031] Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung ein 
Kochgerat mit einer wok-artigen Kochflache und einer fla- 
chigen Widerstandsbeheizung durch eine auf der AuBen- 
seite der Kochflache aufgebrachte diinne Leiterschicht, 
[0032] Fig. 2 eine Querschnittsansicht durch das Kochge- 
rat nach Fig. 1 , 

[0033] Fig. 3 ein Kochgerat entsprechend Fig. 1, jedoch 
mit zwei getrennt ansteuerbaren Flachen-Heizkreisen, 
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[0034] Fig. 4 in einer perspektivischen Darstellung ein 
Wok-Kochgerat nach Fig. 1, jedoch mit einer Widerstands- 
beheizung durch eine Leiterbahn, die heizschlangenformig 
um die Wok-Mulde aufgebracht ist, 
5 [0035] Fig. 5 ein Kochgerat analog Fig. 4, jedoch mit 
zwei getrennten Heizkreisen, und 

[0036] Fig. 6 in einer schematischen Darstellung ein 
Kochgerat mit einer rinnenformigen Kochmulde und maan- 
derformig angebrachten Leiterbahnen. 

10 [0037]. In den Fig. 1 und 2 ist ein erstes Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung in zwei verschiedenen Ansichten darger 
stellt Im Ausfuhrungsbeispiel ist eine halbkugelaruge 
Kochmulde 1 aus Glaskeramik in Gestalt eines Wok-Gefa- 
Bes als Kochflache ausgeformt, in der sich ein Gargut 2 be- 

15 findeL Bevor die erfindungsgemaBe Widerstandsheizung 
auf die genoppte AuBenseite der Kochmulde 1 aufgebracht 
wird, wird auf diese AuBenseite eine Maske aus Metall auf- 
gebracht, die eine Wands tarke von ca. 2 mm besitzt. Mittels 
des Verfahrens des atmospharischen Plasmaspritzens wird 

20 eine isolierende Schicht. 3 aus beispielsweise AI2O3 aufge- 
bracht. Die Schichtdicke wird so gewablt, daB eine Span- 
nungsfestigkeit von etwa 3750 V besteht Diese Schicht 3 
gewahrleistet eine elektrische Isolierung zwischen der Glas- 
keramik- Kochflache, die bei hoheren Temperaturen elek- 

25 trisch leitfahig wird, und der elektrischen Widerstandshei- 
zung, die nunmehr eriautert wird. 

[0038] Bei der Ausfuhrung nach den Fig. 1 und 2 wird auf 
die unterseidge Isoliersehicht 3 vollflachig eine Flachenbe- 
heizung in Form einer dunnen, leitfahigen Schicht 4, bei- 

30 spiels weise aus Zinnoxid (SnOz), auf getragen.. Dieses Auf- 
tragen erfolgt vorzugsweise mittels eines CVD- Verfahrens, 
jedoch sind auch andere Methoden zum Erzeugen diinner 
. Schichten ahwendbar. Mittels Siebdruck oder Spritzverfah- 
ren wird danach im Zentrum der Kochmulde bzw. am Rand 

35 der Leiterschicht 4 umlaufend eine Elektrodenschicht 5 bzw. 
6 aus beispielsweise Silber aufgebracht Die Elektroden 
werden durch angedruckte Federn 7 bzw. 8 mit Lastleitun- 
gen 9 bzw. 10, die ihrerseits mit einer StromqueEe 11 ver- 
bunden sind, kbntaktiert 

40 [0039] Durch die dargestellte Elektroden anordnung ist 
eine gleichmaBige radiale Feldverteilung und damit auch 
eine gleichmaBige Erwarmung gewahrleistet. 
[0040] Bei der Ausfuhrung der Flachenheizung nach den 
Fig; 1 und 2 ist die gesamte Flache als ein einziger Heizkreis 

45 ausgebildet Die Fig. 3 zeigt eine Ausfuhrungsform analog 
. derjenigen nach den Fig. 1, 2, bei der jedoch die Flachenhei- 
zung segmentiert ist, d. h. zwei getrennte Heizkreise durch 
zwei voneinander getrennte diinne Widerstandsschichten. 4a 
und 4b umlaufend vorgesehen sind. Zum AnschluB der bei- 

50 den Heizkreise ist zusatzlich zu den Elektrodenschichten 5, 
6 eine mittlere Ringelektrode 12, sozusagen ein Mittelab- 
griff , vorgesehen, die uber eine mittlere Lastleitung 13 an ei- 
nen Verteiler 14 der Stromversorgung gefuhrt ist. 
[0041] Wird Spannung an die Pole a) und b) des Verteilers 

55 14 aufgeschaltet, wird der obere Heizkreis, d. h. das 
Schichtsegment 4a aktiviert, und wird Spannung auf die 
Pole b) und c) aufgeschaltet, dann wird der untere Heizkreis, 
d. h. das Schichtsegment 4b aktiviert. 
[0042] Durch Variation der Schichtstarke und/oder der 

60 Materialzusammensetzung in den beiden Heizkreisen kann 
der Energieeintrag unterschiedlich gestaltet werden. 
[0043] Wurd der Bodenbereich der Wok-Mulde 1 bei- 
spielsweise mit einer Schicht 4b geringeren Widerstandes 
versehen, so kann hier die Warme separat mit groBerer 

65 Starke eingetragen werden, wie es gerade beim Wok-Ko- 
chen erwiinscht ist. 
. [0044] Anstelle einer Flachenheizung nach den Fig. 1 bis 
3 kann die Wok-Kochmulde 1 auch durch Widerstands-Lei- 
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terbahnen mit vorgegebener geometrischer Struktur beheizt 
werden. 

[0045] Eine derartige zweite Ausfiihrungsform ist in den 
Fig. 4 und 5 schematisch dargestellt. Auf die Unterseite der 
Kochmulde bzw. die darauf aufgebrachte Isolierschicht ist 5 
jeweils eine metallische Leiterbahn 15 heizschlahgenformig 
aufgebracht, wobei in Fig. 4 nur ein unsegmentierter Heiz- 
kxeis entsprechend der Ausfiihrung nach den Fig. 1, 2, und 
in Fig. 5 zwei getrennt betreibbare Heizkreise 15a, 15b ana- 
log der Ausfiihrung nacb Fig. 3 vorgesehen sihd. 10 
[0046] Der Auftrag der Leiterbahnen 15 erfolgt vorzugs- 
weise iiber Silbeiieitpasten mittels Siebdruck und nachfol- 
gendem Einbrand bei 500°C-600°C, Oder durch Maskie- 
rung und direktes CNC-unterstiitztes Drahtspritzen eines 
Metalles oder einer Legierung, wie z. B. NiCR. Die Leiter- IS 
bahhenden laufen dabei deltaformig aus und werden durch 
Federkontakte mit den Lastleitungen 9, 10 bzw. 13 kontak- 
tiert 

[0047] Die Leiterbahnen 15 konnen mit unterschiedlicher 
Bahndichte aufgebracht werden. So kann z. B. gemaB der 20 
Darstellung in Fig. 4 rnit einer hohen Leiterbahndichte mit 
vielen Windungen der Boden der Kochmulde mit groBeren 
Warmemengen versorgt werden, als der Rand. 
[0048] Dieser ungleiche Warmeeintrag kann auch durch 
eine Variation der Leiterbahnbreite erzielt werden. 25 
[0049] Bei der Ausruhrung nach Fig. 5 ist das Leiterbah- 
narray in zwei Heizkreise 15a, 15b aufgeteilt, wobei die Lei- 
terbahndichte (Abstand und Breite) bei beiden Segmenten 
gleich ist. Der untere Heizkreis 15b hat durch eine anteilma- 
Big geringere Leiterbahnlange (wegen des geringeren Um- 30 
fanges am Boden) einen kleineren Widerstand und damit 
eine hohere Leistung als der obere Heizkreis 15a. Beim Par- 
allelbetrieb beider Kreise wird die gesamte Kochzone fla- 
chig sehr gieichmaBig aber mit unterschiedlichem Warme- 
eintrag beheizt 35 
[0050] Auch hierbei sind Variationen des Warnieeintrages 
iiber unterschiedliche Leiterbahnbreiten und/oder unter- 
schiedliches Widerstandsmaterial in beiden Heizkreisen 
moglich. 

[0051] In Fig. 6 ist eine Ausfiihrung der Erfindung in Ver- 40 
bindung mit einer rinnenformigen Kochmulde 16 darge- 
stellt. Die Heizleiter in Form von Leiterbahnen 17 sind bei- 
spielsweise maanderfbrmig aufgebracht. Auch bei dieser 
Ausfiihrung ist ein unterschiedlicher Warmeeintrag iiber 
den Rinnenumfang moglich, z. B. uber eine ungleiche 45 
Breite der Leiterbahn 17. Eine Verringerurig der Leiterbahn- 
breite in der Mitte, d. h. an der tief sten Stelle der Mulde, be- 
wirkt eine Verringerung des Widerstandes. Der Boden er- 
hitzt sich so starker. 

50 

Patentanspriiche 

1. Kochgerat mit einer nicht planaren, mehrdimensio- : 
nal geformten Kochflache aus Glas- oder Glaskeramik, 
auf deren Innenseite Speisen zubereitet werden, und 55 
der auf ihrer AuBenseite eine Heizeinrichtung zum Er- 
warmen der Speisen zugeordnet ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Heizeinrichtung aus einer elektri- 
schen Widerstandsheizung besteht, die im direkten 
Kontakt mit der Kochflache aus Glas- oder Glaskera- 60 
mik auf deren AuBenseite aufgebracht ist. 

2. Kochgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Widerstandsheizung durch mindestens eine 
leitfahige Schicht (4, 15, 17) aus einem Widerstands- 
material mit positivem Temperaturkoerlizienten gebil- 65 
det ist, die einschlieBlich der zugehorigen AnschluB- 
elektroden (5, 6, 12) auf der AuBenseite der Kochflache 
aufgebracht ist. 
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3. Kochgerat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schicht, als Flachenheizung ausgebildet, 
flachig die AuBenseite der Kochflache bedeckt und aus 
einer dunnen Schicht (4) aus Zinnoxid besteht, mit An- 
schluBelektroden (5, 6, 12) . aus metallischen Dick- 
schichten. 

4. Kochgerat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schicht durch Leiterbahnen (15, 17) gebii- 
det ist, die in vorgegebener geometrischer Struktur ein- 
schlieBlich der zugehorigen AnschluBelektroden auf 
der AuBenseite der Kochflache aufgebracht sind. 

5. Kochgerat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leiterbahnen als Dickschichtleiterbahnen 
aus leitfahigen Pasten mit hohen metallischen Anteilen 
ausgebildet sind 

6. Kochgerat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die leitfahigen Pasten aus einer silberhaltigen 
Legierung bestehen. 

7. Kochgerat nach einem der Anspriiche 4 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen im Wege 
des Siebdruckes aufgebracht sind. 

8. Kochgerat nach einem der Anspriiche 4 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen (17) in 
maanderformigen Strukturen aufgebracht sind. 

9. Kochgerat nach einem der Anspriiche 4 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen in vorge- 
gebenen Abschnitten unterschiedliche Breiten und/ 
oder Dicken aufweisen. 

10. Kochgerat nach einem der Anspriiche 2 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die leitfahige Schicht in ge- 
trennt voneinander betreibbare Heizkreise (4a, 4b; 15a, 
15b) segmentiert ist. 

11. Kochgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB zwischen der Unterseite der 
Kochflache und der elektrischen Widerstandsheizung 
eine Isolationsschicht (3) aufgebracht ist. 

12. Kochgerat nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Isolationsschicht (3) aus einem kera- 
mischen Material besteht 

13. Kochgerat nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Isolationsschicht (3) aus einer Email- 
schicht besteht. 
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